
汉高不间断电源 (UPS) 材料解决方案
用于电源与转换器的材料
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UPS系统有助于确保关键设备的运行并保护其不受电压波动的伤害，如今的UPS系统比以往更加高
效和智能。随着服务器的空间变得越来越宝贵，UPS设计师们迫于压力，需制造支持更高的电力、
提供更高的效率、集成更多的功能并且降低能耗的小型设备。在达到上述性能要求的同时，UPS

设备还需要保持成本竞争力。因此UPS设计师和制造商与汉高合作来满足材料需求。

在广泛利用各种材料促进UPS功能和可靠性的同时，汉高的创新产品通过推动功率密度边界、降
低总体拥有成本来帮助减少UPS的总成本。UPS专家与汉高合作，获得汉高全球、本地技术和卓越
的研发专业技术的支持。

不间断电源 (UPS) 技术

业界领先的解决方案

| 目录 电源与转换器解决方案
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AC/DC MATERIAL SOLUTIONSUPS设备材料解决方案 适用于UPS的导热材料

导热粘合剂

电路板涂覆

界面导热材料
汉高界面导热材料 (TIM) 可以提供经过安全机构认证的绝缘能力，同时为散热提供高效的途径。
如果缺少正确的热管理措施，电子组件的寿命和效率会受到严重的影响。大多汉高TIM材料具有高
于130°C的相对热指数 (RTI)，符合安全机构标准并可以显著缩短测试时间和成本，帮助UPS设计师
更快实现产品的商业化。性能更高的TIM材料支持高功率密度设计，有助于节省紧凑型建筑中服务
器占用的空间。 

导热粘接胶带
BERGQUIST®

BOND-PLY
TBP 1400LMS-HD

适用于UPS的
导热材料

BERGQUIST® GAP PAD®

TGP 6000ULM
BERGQUIST® GAP PAD®

TGP 7000ULM

BERGQUIST® GAP PAD®

TGP 1000VOUS
BERGQUIST® GAP PAD®

TGP HC3000
BERGQUIST® GAP PAD®

TGP HC5000

界面
导热材料

导热垫片
GAP PAD®

液态填隙材料
GAP FILLER

相变材料

绝缘垫片
SIL PAD®

相变材料

导热粘合剂

BERGQUIST®

GAP FILLER
TGF 1500LVO

BERGQUIST®

GAP FILLER TGF 1500

BERGQUIST®

GAP FILLER
TGF 3500LVO

BERGQUIST®

GAP FILLER TGF 3000SF

LOCTITE® TCP 4000 D

BERGQUIST®

HI-FLOW THF 1500P
BERGQUIST®

HI-FLOW THF 1600P
BERGQUIST®

HI-FLOW THF 1600G

BERGQUIST®

GAP FILLER TGF 3600

BERGQUIST®

GAP FILLER
TGF 4500LVO

BERGQUIST®

GAP FILLER TGF 4000

BERGQUIST® SIL PAD®

TSP 3500

BERGQUIST® SIL PAD®

TSP K1300
BERGQUIST® SIL PAD®

TSP 1600
BERGQUIST® SIL PAD®

TSP 1600S

BERGQUIST® SIL PAD®

TSP 1800ST
BERGQUIST® SIL PAD®

TSP Q2000
BERGQUIST® SIL PAD®

TSP Q2500

BERGQUIST® SIL PAD®

TSP K900
BERGQUIST® SIL PAD®

TSP K1100
BERGQUIST® SIL PAD®

TSP 1100ST
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导热垫片GAP PAD®

液态填隙材料GAP FILLER

电源与转换器解决方案

描述 关键属性 易燃性导热系数 电介质
击穿电压

建议
固化方式(W/m·k)

厚度
(mm)

BERGQUIST®

BOND-PLY
导热，可进行
加热固化的层
压材料

• TO-220导热属性： 2.3°C/W，初始压力
仅为层压板
优异的介电强度
非常低的界面热阻
200 psi粘结强度
可以在-60 – 180°C温度间持续使用
不需要使用机械紧固件

125°C，30分钟
• 
• 
• 
• 
• 

产品

BERGQUIST®

GAP PAD®

BERGQUIST®

GAP PAD®

BERGQUIST®

GAP PAD®

导热间隙填充材料

高导热，超低模量
间隙填充材料

高导热性能，超低
模量间隙填充材料

• 高共形能力
• 出色的导热性能
• 高顺应性，低压缩应力 
• 玻璃纤维加固，提高剪切与撕裂耐性 
• 低模量

• 导热系数：6.0 W/m·K
• 高柔性，低压缩应力
• 超低模量

• 导热系数：7.0 W/m·K 
• 高共形能力，非常低的压缩应力 
• 在应用最小应力的情况下共形并保持
  结构整体性

关键属性 易燃性

BERGQUIST®

GAP PAD®

BERGQUIST®

GAP PAD®

产品 描述 导热系数
(W/m·k)

25°C模量
 (kPa) 

电介质
击穿电压

厚度
(mm)

导热间隙填充垫片

导热间隙填充材料

• 高共形能力、低硬度
“凝胶” 类模量
减少压力
耐刺穿、剪切和撕裂
不导电

•
•
 

• 
• 

• 高顺应性，低压缩应力
玻璃纤维增强抗剪切和抗撕裂性
低模量•

•
 
 
 

 

BERGQUIST®

GAP FILLER
TGF 3000SF

25°C，72小时
85°C，3小时

BERGQUIST®

GAP FILLER
TGF 4500CVO

25°C，48小时

BERGQUIST®

GAP FILLER
TGF 4000

双组份，高性能导热
液态填隙材料

双组份，高性能导热
液态填隙材料

4.0

4.5

3.0

50,000

20,000

22,000

450

-

-
双组份室温固化填缝
胶，适用于高产量组
装应用

• 延长工作时间以提高制造灵活性
• 超顺应性，具有出色的浸润性
• 100%固体 - 无固化副产品
• 优良的低温和高温机械和
• 化学稳定性

• 热导率：4.5 W/mK
• 延长工作时间以提高制造灵活性
• 可控挥发性有机硅
• 高分配吞吐量
• 优化自动点胶过程的粘度

• 热导率：3.0 W/m-K
• 可分配液体，双组份无硅填隙剂
• 室温固化 - 无需烤箱
• 极高的点胶率：取决于设备
• 装配过程中的低压缩应力

25°C，24小时
100°C，30分钟

BERGQUIST® 
GAP FILLER

BERGQUIST® 
GAP FILLER

BERGQUIST®

GAP FILLER

BERGQUIST®

GAP FILLER

产品 描述 关键属性 易燃性导热系数
(W/m·k)

粘度
25°C (cP)

介电强度
(V/25 μm)

建议
固化方式

双组份，高性能导热
液态填隙材料

双组份，高性能导热
液态填隙材料，低硅
挥发量

导热、低挥发液态填
隙材料

导热液态填隙材料

• 优化剪切变稀特性，使其易于点胶 
• 出色的抗塌落性 (保持原有位置) 
• 具有出色的浸润性能和超高的共形能力，
  适用于低应力界面应用 
• 100%固体 - 无固化副产物 
• 出色的低温和高温机械和化学稳定性

• 导热性：1.8 W/m·K 
• 低挥发性，应用于对有机硅敏感的应用中
• 超级良好的共形能力，具有出色的浸润性
• 100%固体 - 无固化副产物
• 出色的低温和高温机械和化学稳定性优秀
  的低温和高温机械和化学稳定性

• 低挥发性材料，适用于对挥发物敏感应用
• 超高共形能力，优秀的湿润特性，适用于
  低应力界面应用 
• 100%固体，无固化副产品 
• 室温或加速固化

• 高导热性能
• 触变特性，易于涂胶 
• 超高共形能力，为脆弱、低应力应用设计 
• 室温或加速固化

25°C，5小时

25°C，8小时

25°C，24小时

25°C，15小时

界面导热材料
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BERGQUIST® SIL PAD®

BERGQUIST® SIL PAD®

BERGQUIST® SIL PAD®

导热系数
(W/m·k)

厚度
(mm)

电介质
击穿电压

为高压专门开发的薄
膜，不需要导热硅脂

涂有硅氧烷弹性体的
中等性能薄膜，提供
强大的绝缘屏障

适用于大批量装配的
易使用双面粘性玻璃
纤维加固材料

• 热阻抗：0.48°C-in2/W (50 psi)
• 承受高压 
• 高绝缘强度 
• 高耐久

• 热阻抗：0.49°C-in2/W (50 psi) 
• 强大的绝缘屏障，防止穿透 
• 中等性能薄膜

• 双面均有粘性，优异的导热性
  能，易于安装
• 可以重新放置，提高利用率，
  易于使用并且减少装配误差
• 在低安装压力下也具有优异的
  导热性能

产品 描述 关键属性 硬度 易燃性

BERGQUIST® HI FLOW 

BERGQUIST® HI FLOW

BERGQUIST® HI FLOW

LOCTITE® N/A –

导热系数
(W/m·k)

厚度
(mm)

电介质
击穿电压

体积
电阻率
(Ω-m)

导热相变材料，采用聚酰
亚胺薄膜进行加固，提供
高绝缘强度和抗切割属性

本材料由涂布在玻璃纤维
网上的55°C相变化合物组
成，为电脑处理器和散热
器之间的界面导热设计

涂有55°C相变导热化合物
的聚酰亚胺薄膜

不含硅树脂，可返工相变
材料，以膏状供应，可以
通过针头点胶或丝网印刷
在散热器、底板和其他表
面上

• 热阻抗：0.20°C-in2/W (25 psi) 
• 150°C高温可靠性 
• 一侧具有天然粘性，易于装配 
• 在绝缘垫上有着优秀的导热性能

• 热阻抗：0.20°C-in2/W (25 psi) 
• 不会像硅脂一样溢出或挥发
• 相变化合物涂在玻璃纤维载体上

• 热阻抗0.13°C-in2/W (25 psi) 
• 经过现场验证的聚酰亚胺薄膜，
  具有出色的绝缘性能和抗切割性 
• 在绝缘垫上有着优秀的导热性能

• 可返工
• 高效导热性能
• 相变温度以上的触变性能

产品 描述 关键属性 易燃性

BERGQUIST® SIL PAD® 

BERGQUIST® SIL PAD®

BERGQUIST® SIL PAD®

BERGQUIST® SIL PAD®

导热系数
(W/m·k)

厚度
(mm)

电介质
击穿电压

替代氧化铍，氮化硼
和氧化铝等陶瓷绝缘
体的高性能绝缘体

高柔顺度的垫片，
在低压力安装下提供
高导热性能与电绝缘
性能

在低压力安装下提供
高导热性能与电绝缘
的导热绝缘材料

玻璃纤维加固材料，
双面都有粘性，适用
于大批量装配

• 热阻抗：0.41°C-in2/W (50 psi) 
• 抗穿透的坚固绝缘体屏障
• 高性能胶膜
• 为取代陶瓷绝缘体设计

• 热阻抗：0.45°C-in2 /W (50 psi) 
• 高价值材料
• 光滑，高柔顺度表面
• 电绝缘

• 热阻抗：0.61°C-in2/W (50 psi) 
• 电绝缘 
• 低安装压力 
• 平滑且高度柔顺的表面 
• 通用界面导热材料解决方案

• 热阻抗：0.23°C-in2/W (50 psi) 
• 两侧自然粘性 
• 可重新定位的垫片 
• 优秀的导热性能 
• 自动放置与可分切

产品 描述 关键属性 硬度 易燃性

BERGQUIST® SIL PAD®

BERGQUIST® SIL PAD®

BERGQUIST® SIL PAD®

玻璃纤维加固的硅脂
替代品，可以承受加
工应力，保证物理完
整性并且在应用期间
提高操作便捷性

两面涂有导热/导电
橡胶的铝箔，适合需
要高导热并且不需要
电绝缘的应用

高导热绝缘体

不绝缘

不绝缘

• 热阻抗：0.35°C-in2/W (50 psi) 
• 消除通常与硅脂相关的加工限制 
• 贴合表面纹理 
• 易于处理 
• 可在焊接和清洁之前安装

• 热阻抗：0.22°C-in2/W (50 psi) 
• 最大化导热性能 
• 双面涂层铝箔 
• 为取代导热硅脂设计

• 热阻抗：0.33°C-in2/W (50 psi) 
• 最优的热传导能力
• 高热传导能力3.5 W/m-K 

界面导热材料
相变材料



电源与转换器解决方案| 电源与转换器解决方案

PCB和组件保护

无论在什么环境，不间断电源必须在任何有需要的时刻工作。对PCB和电气元件的强有力保护有
助于UPS不惧任何环境挑战。LOCTITE®和TECHNOMELT®系列电路板保护材料可对抗恶劣环境对设备
的不利影响。汉高的电路板涂覆材料可保护电子电路免受灰尘、湿气和其他污染物的影响；
TECHNOMELT低压注塑材料为电子封装提供快速、无损的解决方案；多种体系的灌封材料，包括
硅树脂、环氧树脂和聚氨酯，可提供加工灵活性和最大程度的保护。环保性能是产品最重要的因
素之一，汉高的材料研发工作专注于无卤素、无SVHC、无溶剂和低VOC等产品研发。

UPS保护材料

灌封材料

电路板保护

密封剂 环氧

硅树脂

聚氨酯

环氧

LOCTITE®  STYCAST LOCTITE STYCAST 

LOCTITE STYCAST 

LOCTITE STYCAST 

LOCTITE STYCAST LOCTITE STYCAST 

电路板涂覆

低压注塑

LOCTITE STYCAST LOCTITE STYCAST 

LOCTITE STYCAST LOCTITE STYCAST 

TECHNOMELT®  
PA 

TECHNOMELT 

TECHNOMELT 

LOCTITE ABLESTIK
933-1

 

底部填充剂 环氧 LOCTITE 3508NH 

LOCTITE STYCAST 

LOCTITE STYCAST LOCTITE STYCAST 

LOCTITE ECCOBOND
EO1061

LOCTITE ECCOBOND
FP4531

灌封材料

聚氨酯 

LOCTITE STYCAST
60°C，2小时 45分钟 1年

1年

1年

1年

1年

1年

6个月

25°C，16小时 10分钟

200 g，60分钟 

100 g，25°C ，
1小时 

100 g，25°C ，
1小时 

> 4 小时

7 – 8 小时

36 – 48，25°C
(建议固化方式) 

3 小时，60°C
(替代固化方式) 

8 – 16小时， 80°C
2 – 4小时， 100°C

30 – 60分钟， 120°C 

16 – 24小时， 25°C
4 – 6小时， 25°C
2 – 4小时， 65°C

4小时，100°C
(w/CAT 11)

2小时，80°C
+ 2小时，150°C

°C – °C

LOCTITE STYCAST
°C – °C

环氧

LOCTITE STYCAST
°C – °C

LOCTITE STYCAST
°C – °C

LOCTITE STYCAST
°C – °C

LOCTITE STYCAST
°C – °C

LOCTITE STYCAST
– °C – °C

产品 替代固化方式 粘度25°C
 (cP) 

导热系数
W/m·k

适用期，25°C 硬度 温度范围 保质期

描述 颜色 固化方式 应用 温度范围 保质期

硅胶

LOCTITE STYCAST 红色 灌封 25°C，6个月°C

LOCTITE STYCAST 红色 灌封或包封 25°C，152天°C

双组份，高填料，加成固化导热
硅胶。高导热性能，不腐蚀

RTV缩合固化，硅橡胶灌封化合
物，为灌封与包封设计

产品

4小时，65°C 

16 – 24小时
25 °C

2 – 4小时
65°C 

电路板涂覆

LOCTITE

• 单组份
• 紫外灯下显荧光 
• 可返修
• 无溶剂
• 专为高温环境和高可靠性
  汽车应用设计

70mW/cm2下
每边20-40秒

+50%相对湿度下
72小时

透明琥珀色
至黄色

硅树脂
电路板涂覆材料

LOCTITE STYCAST

LOCTITE STYCAST 

聚氨酯
电路板涂覆

适用于电路板保
护应用的快速干
燥丙烯酸酯

产品 描述 关键属性 颜色 建议固化方式粘度
25°C

操作温度
(°C)

体积电阻率
(Ω·cm)

• 单组份
• 不含VOC
• 符合IPC-CC-830的需求

• 紫外线下荧光 
• 提供环境与机械保护 
• 不含甲苯替代品 
• 更强大的韧性与耐磨性 
• 可以使用烙铁或合适的溶剂
  轻易地去除

透明

无色

10秒300 – 600 mW/cm2

+ 2 – 3天空气湿度 

25°C，24小时

UPS保护材料
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电路板涂覆 – 续

底部填充

低压注塑

LOCTITE STYCAST
• 单组份
• 无溶剂
• 良好的耐湿性
• 优秀的化学稳定性

400-700mW/cm2下
5秒

 +50%相对湿度下
72小时

120cP 半透明黄色聚氨酯
电路板涂覆材料

产品 描述 关键属性 建议固化方式颜色粘度
25°C

开放温度
(°C)

体积电阻率
(Ω·cm)

TECHNOMELT A

TECHNOMELT

TECHNOMELT A

可注塑聚酰胺 黑色

可注塑聚酰胺

可注塑聚酰胺

琥珀色

黑色

产品 描述 关键属性 颜色 邵氏硬度操作温度
(°C)

• 非常适合需要强度与硬度的应用 
• 适用于高温应用的良好粘接力

• 适用于高湿度应用 
• 低水分传输配方

• 注塑应用 
• 材料配方具有更高的UV稳定性 
• 特别适合户外应用

LOCTITE ECCOBOND
FP4531

1mil间隙倒装芯片
韧性底部填充胶

• 快速固化
• 快速流动
• 通过NASA outgassing
   渗气测试

10,000 161 28 104 25°C，24小时 160°C，7分钟

LOCTITE

可返修四角填充剂，
为无铅回流设计，
同时允许IC元件自
对准

产品 描述 关键属性 贮放时间 建议固化方式

Tg以下 Tg以上

粘度，25°C
(CP)

玻璃化
转变温度
Tg (°C) 

热膨胀系数
CTE (ppm/°C)

• 单组份
• 可回流固化
• 消除回流后点胶和
  固化的步骤
• 可返修
• 无卤素

25°C，30天
在245°C的
无铅焊料

回流温度下
进行固化

密封剂

LOCTITE
ECCOBOND EO1061

• 高性能
• 中等流速

6号转子
2rpm

125 40 - 25°C，25天 140°C，3小时

应用于芯片封装

通过1000小时125°C
温循及高温高湿
测试

产品 描述 关键属性 贮放时间 建议固化方式

Tg以下 Tg以上

粘度，25°C
(CP)

玻璃化
转变温度
Tg (°C) 

热膨胀系数
CTE (ppm/°C)

• 单组份
• 电绝缘
• 增强结构强度，
   阻隔污染

LOCTITE
ABLESTIK 933-1

360,500 124 30 100 - 125°C，2小时
150°C，3小时 UPS粘接材料

装配粘接胶

导热粘合剂

LOCTITE 3345

LOCTITE 3875

LOCTITE 3609 LOCTITE 3611 LOCTITE 3614

LOCTITE 3616 LOCTITE 3621

LOCTITE 444 LOCTITE 4211

LOCTITE 315 LOCTITE 384

LOCTITE 3874 LOCTITE 3875

BERGQUIST
LIQUI-BOND
TLB EA1800

LOCTITE 243

LOCTITE 425

LOCTITE 3627

LOCTITE 3629C
LOCTITE ABLESTIK

84-3

LOCTITE AA 3103 

LOCTITE SI 5404

环氧

氰基丙烯酸脂

硅胶

LOCTITE SF 7360溶剂清洗剂

丙烯酸

螺纹锁固胶

硅胶

丙烯酸

氰基丙烯酸脂

丙烯酸

丙烯酸脂

LOCTITE AA H4100

LOCTITE CB
3626M

LOCTITE
3626MHF

LOCTITE ABLESTIK
2151

BERGQUIST
LIQUI-BOND

TLB SA2005RT

UPS粘接材料

简化结构完整性

LOCTITE®粘合剂通过提供可靠、牢固的粘接方案，简化多个制造步骤，并且简化螺钉或夹具等机
械硬件使用，从而降低了加工成本和设备占地面积。强力的粘接性确保大尺寸、高重量的组件在
生产和运行过程中保持稳定。多种粘合剂和密封剂解决方案为要求苛刻的电源转换应用提供适应
性和可定制的粘接技术。从用于混合和双面SMT应用的LOCTITE CHIPBONDER和LOCTITE ECCOBOND

粘合剂，到用于元器件和PCB到散热片的结构粘合BERGQUIST® BOND-PLY材料，汉高的粘接解决方
案系列可确保所有部件牢固连接，实现持久的产品完整性，并优化工艺流程实现高效。



装配粘接胶

BONDING MATERIALS FOR ADAS CAMERAS BONDING MATERIALS FOR ADAS CAMERAS

| 电源与转换器解决方案 电源与转换器解决方案

产品 描述 化学属性 颜色 固化速度 应用 存储温度

丙烯酸

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE

丙烯酸脂

LOCTITE 丙烯酸脂

环氧胶 90 – 120秒，150°C深红色
粘稠凝胶

表面安装
粘合剂

红色
粘稠凝胶

红色
粘稠凝胶

红色
粘稠凝胶

红色
粘稠凝胶

表面安装
粘合剂

表面安装
粘合剂

表面安装
粘合剂

表面安装
粘合剂

表面安装
粘合剂

表面安装
粘合剂

环氧胶

环氧胶

环氧胶

环氧胶

环氧胶

90 – 120秒，150°C

90 – 120秒，150°C

90 – 120秒，150°C

90 – 120秒，150°C

90 – 120秒，150°C

环氧胶

环氧胶

红色
凝胶类材料

红色

蓝色 1小时，150°C
2小时，125°C

24小时，25°C
2 – 4小时，65°C

环氧胶

环氧胶 30分钟，150°C 

环氧胶 导热粘接胶蓝色

丙烯酸 深红色
粘稠凝胶

丙烯酸

贴片胶90 – 120秒，150°C

贴片胶半透明液体

丙烯酸 贴片胶浅麦色液体

环氧

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE
ABLESTIK

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE
ABLESTIK

°C

热管理A组份-浅黄色
B组份-浅蓝色

最优储存环境
(A组份)：-20°C
替代储存方案

(A组份)：2 – 8°C
最优储存环境

(B组份)：2 – 8°C

24 – 72小时
23°C，50% RH

Bead-on-bead导热粘合剂，专为结构粘接
散热器与散热电子组件设计

粘接金属和玻璃，可应用于医疗高温
灭菌蒸汽设备

365nm紫外光源
100mW/cm3能量固化20秒

+ 22C固化24小时

365nm紫外光源
30mW/cm3能量固化80秒

卤素灯光源
粘接PC塑料，不易应力开裂

双组分，抗垂流，室温固化。10 : 1混合比，
甲基丙烯酸酯体系

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷电路
板粘接设计

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷电路
板粘接设计

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷电路
板粘接设计

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷电路
板粘接设计

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷电路
板粘接设计

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷
电路板粘接设计

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷
电路板粘接设计

为芯片粘结应用和元器件粘结设计

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷电路
板粘接设计

最少120 秒，130°C
或在胶层上90秒， 150°C 

150秒，120°C
或在胶层上90秒，150°C 

红色
凝胶类材料

为在波峰焊前表面贴装的元件和印刷电路
板粘接设计

双组分触变性环氧胶，可室温固化，
粘结性强。电气绝缘，导热性好。

红色
凝胶类材料

表面安装
粘合剂

芯片粘结

组件装配、
NCA、表面
安装粘合剂

装配粘接胶 – 续

导热粘合剂

螺纹锁固胶

氰基丙烯酸脂

LOCTITE

LOCTITE

为电子应用设计的单组份，快速固化中等
粘度氰基丙烯酸酯 乙基氰基丙烯酸酯 透明

黑色乙基氰基丙烯酸酯单组份，快速固化高粘度氰基丙烯酸酯

30秒固定
/ 24小时完全固化 

60秒固定
/ 24小时完全固化

产品 描述 化学属性 颜色 固化速度 粘度 25°C

产品 描述 化学属性 颜色 固化速度 储存温度

硅胶

LOCTITE 有机硅 1小时，150°C
白色至灰色

膏状

溶剂清洗剂

LOCTITE 脂肪族酯混合物 无色溶液 –

为金属散热器、陶瓷芯片和电路板基材
粘结设计

非CFC氯氟烃，低气味、溶剂型配方，用于去除PCB
组装行业中使用的未固化粘合剂和粘合剂残留物

产品 描述 固化种类 导热系数
(W/m·k)

体积电阻率
(Ω-m)

固化方式 保质期

丙烯酸

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE –

LOCTITE – – –

自动控制厚度，单组份导热粘合剂，适用于
将电子元件与散热器之间的粘接 活化剂 (7387) 

活化剂 (7387) 

活化剂 (7387) 

可返修、室温固化导热粘合剂，适用于可拆卸
的零件

导热丙烯酸粘接胶，可适配LOCTITE SF 7387
快速固化成具有导热性能的高强度粘接层

导热粘接胶，适用于粘接热电偶及散热电子
元件和散热器之间导热结构粘接

24 – 72小时
20°C 

24 – 72小时
20°C 

7天 25°C
1小时 85°C

5°C，9个月

5°C，9个月

产品 描述
Operating 

Temperature
Range

环氧

BERGQUIST
LIQUI-BOND

硅胶

BERGQUIST
LIQUI-BOND

导热系数
(W/m·k)

体积电阻率
(Ω-m)

固化方式 易燃性

双组份高性能硅胶导热粘合剂

导热，双组份，液体环氧树脂粘合剂

7天，25°C
1小时，85°C

10小时，25°C
10分钟，125°C

产品 描述 化学属性 颜色 固化速度 粘度 25°C

Acrylic

LOCTITE

Cyanoacrylate

LOCTITE

中等强度多用途螺纹锁固粘合剂。该螺纹锁固胶可以固定
并密封螺栓、螺母和螺柱，避免由于振动导致的松脱

适用于金属和塑料螺栓，可快速固化，粘接强度低 氰基丙烯酸酯 深蓝色液体 24小时，22°C

丙烯酸 蓝色 24小时

24 – 72小时
23°C，50% RH
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